[bookmark: _Toc31082][bookmark: _Toc11416][bookmark: _Toc29047][bookmark: _Toc17002][bookmark: _Toc9827][bookmark: _GoBack]一、采购清单
	[bookmark: _Toc7326][bookmark: _Toc25163]序号
	★货物（标的）名称
	★数量
	★单位
	★单价最高限价（万元）
	是否允许进口
	是否核心产品
	所属行业
	是否强制节能产品
	是否属于网络安全专用产品
	是否优先采购节能产品
	是否优先采购环境标志产品

	1
	精密全自动晶圆划片机
	4
	台
	85
	否
	是
	工业
	否
	否
	否
	否

	2
	半自动晶圆揭膜机
	1
	台
	20
	否
	否
	工业
	否
	否
	否
	否

	3
	推拉力
	2
	台
	20
	否
	否
	工业
	否
	否
	否
	否

	4
	等离子清洗（腔式）
	1
	台
	23
	否
	否
	工业
	否
	否
	否
	否

	5
	熔封炉
	1
	台
	40
	否
	否
	工业
	否
	否
	否
	否

	6
	检漏
	1
	台
	22
	否
	否
	工业
	否
	否
	否
	否

	7
	PIND
	1
	台
	34
	否
	否
	工业
	否
	否
	否
	否

	8
	粘片机（正装）
	2
	台
	49
	否
	否
	工业
	否
	否
	否
	否

	9
	等离子清洗（片式）
	1
	台
	47
	否
	否
	工业
	否
	否
	否
	否


注：投标报价超过单价最高限价的做无效投标处理。

[bookmark: _Toc8392][bookmark: _Toc26494][bookmark: _Toc9906][bookmark: _Hlk139711488][bookmark: _Toc28904]二、技术需求
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数要求

	1
	精密全自动晶圆划片机
	★1、可加工晶圆尺寸：8英寸，12英寸，向下兼容6英寸，4英寸晶圆，可加工Si片和玻璃晶圆；
▲2、切割精度≤3um；
▲3、切割深度≥2mm；
▲4、崩边≤30um； 
5、工件尺寸设定范围：满足X方向0~310mm；Y方向0~310mm；
6、切割速度设定范围：满足X方向0.1mm/s~600mm/s；Y方向0.1mm/s~200mm/s；
7、步进分辨率：X方向0.001mm；Y方向0.0001mm；
8、Z轴行程0~40mm，Z轴运动速度0~30mm/s；
9、Z轴分辨率0.0001mm；
10、主轴系统：采用ABD高压空气轴承，功率1.8kW，转速6000rpm ~60000rpm；
11、采用双主轴结构，两个主轴能分别设定转速、分别测高。两主轴使用次序可互换，任一主轴可以单独使用。
12、料盒升降系统：通过软件定位，将料盒搬运到对应高度，机械臂进行取片操作。下料时机械臂可将工件放回料盒中。结构包含搬运结构，检测台和检测传感器。可装载料盒为12英寸料盒。
13、划片机需集成清洗系统：转盘速度范围100rpm~2000rpm；清洗时间设定范围0~999s；清洗范围Φ310mm。
14、图像系统：基于相机的目标图形的捕获系统；高低倍显微镜的双显微镜结构；LED光源，直光+环光；自动对焦；自动对准：步进偏差报警、角度偏差报警；可识别芯片尺寸≥0.2mm

	2
	半自动晶圆揭膜机
	★1、设备用途：用于晶圆减薄后正面保护膜的去除；
★2、适应产品尺寸（至少包含）：12英寸、8英寸；
3、晶圆厚度：150μm-300μm；
4、膜种类：宽度≤400mm, 膜料外径≤200mm, 厚度：0.05mm-0.2mm；
5、工作台面采用抗静电特氟龙或更优的防静电材料处理，具有真空吸附产品功能；
6、具备加热功能，加热温度≥70℃。

	3
	推拉力
	★1、用于微电子引线键合后引线焊接强度测试；
★2、拉力测试精度要求：当传感器量程刻度为100G时综合测试精度≤0.1%；
▲3、推力测试-金球/晶片测试精度要求：当传感器量程刻度为5KG 时综合测试精度≤0.1%；当传感器量程刻度为250G≥时测试精度≤0.1%；
4、工作模式（至少包含）：晶片推力测试、金球推力测试、拉力测试；
5、工作台的要求：①X 及 Y 工作台的要求：丝杆有效行程≥100mm；②Z工作台的要求：丝杆有效行程≥80mm；
6、平台夹具要求：①平台可共用夹具的数量≥2 种；②夹具的旋转要求：360度旋转；
7、推力测试传感器最高接触定位速度≥3000 μm/s；接触力稳定 控制范围：5g~12g；

	4
	等离子清洗（腔式）
	★1、设备功能：实现半导体硅片表面清洁
2、腔体材质：铝合金；
3 、腔体内部尺寸：≥W450mm × D450mm × H450mm；
4、电极板有效尺寸：≥420mm×410mm；
5、可用空间间距：≤22.5mm；
6、射频电源频率：13.56MHz 或40kHz；
▲7、真空工作压力范围：180 mTorr ~ 400mTorr
8、气体路数 ：最少2路气体输入；
9、气体流量范围：0sccm~300sccms；
10、真空泵：双级旋片泵或真空泵；
11、电极分布：垂直或者水平分布；
12、工作空间：≤8层；
13、真空管路：不锈钢及真空波纹管；
★14、过程控制：①采用 PLC 控制系统；②具备人机界面；③触摸屏≥7 英寸

	5
	熔封炉
	1、最高温度：≥450℃；
2、加热面积：≥400mm×300mm；
3、加热平台：半导体石墨加热平台；
4、具备上、下加热系统；
5、具备工艺气体路数：≥2路；
6、具备≥2路测温系统；
7、具备助焊剂回收装置；
8、腔体高度：≥80mm；
9、温度均匀性：≤±1.5%；
10、温度调节精度：≤±1℃；
11、工作真空度：≤1Pa；
12、最大加热速率：≥3.5℃/S；
13、具备水冷模块，最大冷却速率：≥2℃/S。

	6
	检漏
	★1、用于电子元器件密封性检测；
▲2、检漏范围：真空模式检漏率：≤5×10-13Pa ·m³/s；吸枪模式检漏率：≤2.5×10-9Pa ·m³/s；
3、漏率显示范 围：1×10-2Pa ·m ³/s～1× 10-13Pa ·m³/s；
4、启动时间 ：≤100s；
5、响应时间 ：≤0.3s；
6、前级泵抽速：≤16m³/h；
7、检漏口压力：≤2000Pa；
8、充 氦 压力：≤ 0.8MPa，可调节；
9、保压时间：1H～10H 可调；
10、加热温度范围：≤150℃, 温度可控；
11、温度波动范围：±5℃;
12、液槽尺寸：①长度≥200mm;②深度≥150mm；
13、输入/输出接 口：RS-232/485、 USB、外部控制输入输出、模拟量输出接口；
14、显示界面（至少包含）：曲线图、直方图、数值显示。

	7
	PIND
	★1、用于检测密封元件内部的异物；
2、检测系统自动给出判别结果；
3、频率范围正弦：25Hz～250Hz；
4、频率分辨率：≤1Hz；
5、振动加速度范围：正弦振动峰值0.1g~25.5g；
6、振动加速度分辨率：≤0.1g；
7、振动极限载荷：≤500g；
8、冲击加速度范围：100g~ 2500g(脉宽 0.1ms)；
9、冲击加速度分辨率：≤10g；
10、测试台面：50mm～100mm；
★11、安装上位机软件，设备可隔离放置电磁干扰。全程数据采集，实时波形显示，可储存数据并有打印测试接口，具有检测数据实时再现、在线或离线存储及事后复现能力，试验数据可追溯；

	8
	粘片机（正装）
	★1、贴装精度：高精度模式≤±3μm；
★2、吸头旋转功能：电动可调，角度±60°；
3、力控范围：贴片压力覆盖0.2~20 N范围，数字设定；
4、恒温热台尺寸≥50 mm×50 mm，温度设定范围: 40~400℃，升温速率可调；
5、具备吸头加热功能，支持加热温度350℃；
6、可贴装的芯片尺寸：0.5x0.5mm-40x40mm；
7、侧面观测模块：XYZ方向可调节，支持最大≥500倍放大； 
8、配置惰性保护模块；
9、软件支持对位辅助刻度线
10、支持倒装和正装功能

	9
	等离子清洗（片式）
	★1、设备功能：在线片式真空等离子清洗机，至少适用于FlatIC、SOP、TTSOP、 QFP、SSOP、BGA、 QFN、封装产品在WireBonding 前和 Molding 前清洗。用于活化 WB 前产品的表面及去除污染物；
2、腔体材质：航空铝合金；
3、射频电源系统：①频率：13.56MHz；②功 率：≥600W；
4、气体路数 ：最少2路气体输入；
5、气体流量范围：0sccm~100sccm；
6、产品尺寸： ① W:30mm～95mm;②L:150~ 300mm；
7、真空泵 ：干泵；
8、清洗效果:水滴角≤20º。



[bookmark: _Toc13069][bookmark: _Toc14724][bookmark: _Toc23016][bookmark: _Toc135824239][bookmark: _Toc15482]三、商务要求（实质性要求）
1、交货时间：2026年2月15日前，完成交付、安装。
2、交货地点：电子科技大学指定地点。由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
3、付款方式：甲乙双方合同签订后，甲方向乙方支付90%合同金额，甲方验收合格并收到乙方提供的符合甲方财务要求的全额发票后 14 日内支付合同总金额的10%货款。
4、质保期：货到验收合格之日开始计算不低于1年。
5、维修、培训以及售后服务
1）资料：无条件提供全套、完整的技术资料，包括详细的说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。
2）提供相关应用技术资料。
3）整套产品要求质保期内提供功能性完善和技术维护。质保期满后，出现产品故障时，供应商仍需做好售后服务，及时处理解决，费用由双方共同协商。
6、验收要求：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号) 相关要求进行验收。
[bookmark: _Toc29479][bookmark: _Toc10487]四、其他要求
供应商针对本项目提供售后服务方案：（1）售后服务人员安排（包含具体售后管理人员及执行人员配置、岗位职责、人员协作机制、人员管理制度）；（2）售后服务体系（包括售后机具配置、售后服务电话、售后服务机构设置、售后服务响应时间）；（3）质量保证措施（包括源头质量把控、过程质量管控、质量责任划分，快速的退换货机制，有具体的保修内容、服务质量管理制度，权责清晰，流程可追溯）。

注：本章标注★项为实质性要求，不满足做无效投标处理。

